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1 概述

1.1 使用指南
1、物料库DDR颗粒是在我司Dram模板、推荐叠层、对应驱动和参数下验证，如使用时上述条件
发生改变，会影响结果。2、使用物料库 Dram/Flash 时，请重点关注物料颗粒一致性问题，若颗
粒因批次，day code等差异造成的物料一致性问题（Flash包括自身固件版本），会对验证结果、
产品使用产生影响。3、物料库上 S/T 验证的 Dram/Flash 物料，兼容性测试数量有限，客户选用
时请结合产品典型应用场景验证，并经过小批试产确认无问题后，再导入批量。4、eMMC硬件设
计必须严格遵照对应平台的硬件设计指南要求。如使用物料库中的eMMC颗粒跑HS400 200M，请
参照全志发布的 eMMC 物料验证指南进行 HS400 200M 兼容性验证，并将测试 log 和结果反馈给
全志FAE，经全志确认通过后方可进行小批试产和量产。

1.2 编写目的
介绍在全志平台下的Linux环境下的eMMC物料验证方法及流程，个别情况另作说明。

1.3 适用范围
需要进行eMMC物料验证工作的人员。

1.4 相关人员
存储小组、启动小组、系统小组（reboot以及 standby）等相关人员。
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2 前期准备工作

2.1 物料
至少取得两片eMMC的物料（T系列8块），并全部都要进行以下测试。

2.2 板子及固件
首先找到客户或者原厂要求物料需要验证的平台所对应的板子（最少两块，T系列 8块），并将物
料分别焊接在每块板子上。然后准备好需要进行测试的固件，保证此固件能够正常烧写到板子中
并能够正常进入系统。

2.3 烧写工具PhoenixSuit
最好使用的是最新版本的PhoenixSuit 量产工具。

2.4 高低温实验箱
高低温实验箱用来做高低温实验，是很重要的一环。

2.5 记录结果的表格和 Iosimu测试工具
eMMC 物料验证测试结束后，请将结果请填写到《eMMC 样品兼容性检测步骤与记录‑XX（厂
家）‑XXXX（型号）》表格中，并发送给对应的 FAE，FAE 再将结果发送给珠海总部的存储小组
的相关人员进行确认，确认此验证结果通过后，即可将在某平台验证的此 eMMC 加入到支持
列表中。《eMMC 样品兼容性检测步骤与记录‑XX（厂家）‑XXXX（型号）》表格在一号通获取，
iosimu在 sdk tools/tools_dev目录；如 sdk过于久远，不存在该工具，请联系 fae获取。
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3 测试的种类、方法及测试说明

3.1 测试的种类

图3‑1: 测试种类

注意：

1、eMMC 物料测试的高低温温度需要根据当前产品的规格书（即产品 dram，ic 等组件温度范围
的子集）上写的温度范围来定！

2、如遇 eMMC的 datasheet 上标注的温度范围不在产品的规格书上所定的温度范围（高温低于规
定温度，低温高于规定温度），则不可验证此eMMC物料！
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3、针对最近量产问题，以及市面上小厂商增多，拆机料针对等问题，做出了新的验证要求修改：
其他系列验证标准与T系列一致；但是T系列提交报告时必须附带上log;不然当做验证不过处理。

3.2 测试的方法
前提条件1：

测试工具在编译的时候放入

1）将 Iosimu工具放入out/（平台）/（版型）/bsp/rootfs_def 下

2）首先更改这两个文件的权限：chmod ‑R 777 Iosimu/* 和 chmod ‑R 777 test/*

3）再编译打包就可以实现烧写固件后，脚本就已经在系统的根目录下可读写的文件目录。

或者测试工具在烧写完固件进入系统后推入,使用 adb push将 Iosimu文件夹推入到系统的根目录
下可读写的文件夹目录下

前提条件2：

1. 进入系统后，先格式化Udisk分区为ext4文件系统，操作方法：
mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p5
注意：Udisk 分区并不一定为 0p5，一些老平台有可能是 0p1。可通过 fdisk ‑l 命令来查看哪个
分区为Udisk分区

图3‑2: 显示分区信息

2. 等待Udisk分区格式化成功后，再挂载Udisk分区到/mnt下：
版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

文档问题反馈: aw‑document@allwinnertech.com 4

mailto:aw-document@allwinnertech.com


文档密级：秘密

mount /dev/mmcblk0p5 /mnt
通过mount来查看是否已经成功将Udisk分区格式化成ext4并挂载到/mnt下

图 3‑3: 挂载Udisk分区

3.2.1 USB量产测试

使用 PhoenixSuit 量产工具烧写固件到板子中，保存好串口信息，进入系统后进行简单的命令操
作，确认烧写无误后，此时算是成功烧写一次。测试结束后将结果填入到《eMMC样品兼容性检测
步骤与记录‑XX（厂家）‑XXXX（型号）》表格中。

通过标准：3次烧写均无异常

3.2.2 读写性能测试

1. 保证前提条件1和前提条件2已完成，
2. 执行读写性能测试：
/Iosimu/Iosimu/Run_Performance_test.sh /mnt

1. 得到性能测试结果后，测试结果如下图，将测试结果数据记录在《eMMC 样品兼容性检测步骤
与记录‑XX（厂家）‑XXXX（型号）》表格中。如下图分别顺序写 (MB/s)，顺序读 (MB/s)，随机
读（iops），随机写 (iops)

图 3‑4: io 性能结果

读写性能指标：顺序读不小于13.5MB/s，顺序写不小于4.5MB/s，随机读不小于1500iops，随
机写不小于100iops。
通过标准：所有性能指标必须全部达标，有一项未达标即算不达标
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3.2.3 常温读写压力测试

1. 保证前提条件1和前提条件2已完成。
2. 在常温条件下执行读写压力测试：
/Iosimu/Iosimu/Run_Stress_test.sh /mnt

3. 记录开始测试时间，在测试要求时间结束后主动终止测试，并将结果填入到《eMMC 样品兼容
性检测步骤与记录‑XX（厂家）‑XXXX（型号）》表格中。
通过标准：测试期间，串口并没有报任何有关于读写的错误。如遇到错误，请将错误的 log 发
送给FAE，FAE再发送给珠海总部的存储小组的相关人员进行确认。
（具体测试时间请看第3.1章）

3.2.4 Reboot测试

1. 保证前提条件1已完成
2. 执行Reboot测试：
/Iosimu/Iosimu/test_reboot.sh XX（后面的XX即为测试的次数）

3. 测试完成后，将结果填入到《eMMC 样品兼容性检测步骤与记录‑XX（厂家）‑XXXX（型号）》
表格中。
通过标准：测试期间无报错，即为 Reboot 测试通过。如遇到错误，请将错误的 log 发送给
FAE，FAE再发送给珠海总部的存储小组的相关人员进行确认。
（具体测试次数请看第3.1章）

3.2.5 Standby测试

1. 保证前提条件1已完成
2. 执行 Standby测试：
/Iosimu/Iosimu/test_standby.sh XX（后面的XX即为测试的次数）
或/Iosimu/Iosimu/standby_always.sh

3. 测试完成后，将结果填入到《eMMC 样品兼容性检测步骤与记录‑XX（厂家）‑XXXX（型号）》
表格中。
通过标准：测试期间无报错，即为 Standby 测试通过。如遇到错误，请将错误的 log 发送给
FAE，FAE再发送给珠海总部的系统小组的Standby相关人员进行确认。
（具体测试次数请看第3.1章）
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3.2.6 高低温读写压力测试

1. 保证前提条件1和前提条件2已完成。
2. 分别在高温、低温条件下执行读写压力测试：
/Iosimu/Iosimu/Run_Stress_test.sh /mnt

3. 具体的高低温是多少度根据当前产品的规格书上写的温度范围来定！如遇 eMMC的 datasheet
上的 Operation 温度范围不在产品的规格书上所定的温度范围（高温低于规格温度，低温高于
规格温度），则该板子不可使用此eMMC物料！
例如：下图中eMMC的 datasheet 上的操作温度为‑25°C~ 85°C。

图 3‑5: 操作温度

4. 记录开始测试时间，在测试要求时间结束后主动终止测试，并将结果填入到《eMMC 样品兼容
性检测步骤与记录‑XX（厂家）‑XXXX（型号）》表格中。
通过标准：测试期间，串口并没有报任何有关于读写的错误。如遇到错误，请将错误的 log 发
送给FAE，FAE再发送给珠海总部的存储小组的相关人员进行确认。
（具体测试时间请看第3.1章）

3.2.7 高温保持测试

目前所有平台均测试

1. 使用ADB或者其他方法，将PC上大一点的文件（例如：img格式的固件）拷贝到eMMC中的/
mnt目录下，分别重命名为1.img、2.img….将 eMMC中的空间尽量占满。

2. 取得放入/mnt目录下的测试文件的md5的值放入到 result.md5文件中，并记录下result.md5
这个文件的md5值：
md5sum *.img > result.md5
md5sum result.md5

3. 将嵌有接近满空间的eMMC的板子（不开机、不上电、不接电源和显示器）放入到125°的条件
下保存8小时。

4. 8 小时后取出板子，首先打印出 result.md5 这个文件的md5 值第 2 步中取得的记录值进行比
较，来确认高温保持实验后 result.md5这个文件里面的数据是否改变：
md5sum result.md5

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
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5. 如果 result.md5文件的md5的值未发生改变，则将放入/mnt目录下的所有测试文件进行校验
md5值：
md5sum ‑c result.md5

6. 如果显示所有的文件都是确定，则说明放入的文件在高温保持测试后数据未发生改变。
例如，如下图所示：

图3‑6: md5结果确认

7. 测试完成后，将结果填入到《eMMC 样品兼容性检测步骤与记录‑XX（厂家）‑XXXX（型号）》
表格中。

通过标准：拷贝到eMMC中的数据前后没有变化（md5的值前后不变）

3.3 测试说明

3.3.1 Linux测试说明

• Linux 环境下的 eMMC的UDISK分区不一定为 0p5，具体请使用 fdisk ‑l 来查看哪个分区为UD‑
ISK分区，再挂载好ext4文件系统。

• 测试的固件的速度模式以及频率：HS400 100M。如果 eMMC 不支持 HS400，则使用 HS200
150M进行测试。
当前eMMC跑的速度模式及频率确认方法，例如：

图3‑7: mmc速度模式

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
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生成设备节点的最后一个切换的速度模式和频率即为当前eMMC跑的速度模式和频率。
• 读写压力测试的脚本测试的时间为10天，可以随时使用CTRL + C退出。
• 如果高低温读写压力测试的时候遇到报错，请主动将报错的 log填入到表格中然后发送给珠海总
部的工程师进行分析是否是eMMC的问题。

• 高温保持测试的时候，只可以将 eMMC 或者嵌有 eMMC 的板子放入高温箱中，不开机、不上
电、不接电源和显示器。

• 如有相关问题，请联系对接的FAE，FAE也可联系珠海总部存储小组的相关人员。
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